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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Rezyklieren von oberflachendekorierten Platten
nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, sowie eine
Oberflachen-Behandlungsanlage hierfar nach dem
Oberbegriff von Anspruch 4.

Beispielsweise aus dem deutschen Gebrauchsmu-
ster G 88 01 334.0 ist es bekannt, auf der ebenen Stell-
flache von Glaskeramik-Kochfeldern ein Dekor dadurch
anzubringen, dass in die Stellflache Vertiefungen einge-
arbeitet werden, die mit einem Dekormaterial ausgefullt
werden. Dieses Verfahren, insbesondere fir die
erwéahnten Glaskeramik-Kochfelder, ist heute verbreitet,
wobei teilweise Dekorfarbe direkt, d.h. ohne Vertiefun-
gen, auf die Stellflache appliziert und eingebrannt wird.
Die eingebrannte Dekorfarbe, von &hnlicher Harte wie
das Glaskeramikmaterial der Platte selbst, ist mithin,
auch wenn leicht vorstehend, ausserst abriebbestandig.
Nachteilig an diesem Verfahren ist, dass trotz der
erwéhnten guten Farbhaftung und Harte, im Gebrauch
der Kochfelder, immer wieder, durch unsachgeméasses
Behandeln, Kratzer in den Dekorbereichen entstehen.

Im weiteren kdnnen sich durch die Einbrennopera-
tion und aufgrund der lokal farbabgedeckten Oberfla-
chenbereiche unerwlinschte Spannungen in der Platte
bilden. Weil weiter die apparativen Vorkehrungen zum
Bedrukken der erwdhnten Platten relativ aufwendig sind
und druckmusterspezifisch, ist der Aufwand zu gross,
um flexibel unterschiedliche Bemusterungen fir jeweils
kleine Plattenserien zu fertigen.

Zudem bildet sich mehr und mehr das Bedirfnis
heran, Investitionsguter, wie Kochherde oder Backofen,
nach ihrer Lebenszeit zu rezyklieren. Betrachtet man
unter diesem Aspekt die erwahnten, einbrenndekorier-
ten Glasplatten, so ergibt sich, dass ihre Wiederaufbe-
reitung, fiir den Einsatz mit einem erneuerten Dekor,
ausserordentlich aufwendig ist, u.a. deshalb, weil der
vorstehende eingebrannte Farbdekor nur durch lang-
wierige und aufwendige Schleifoperationen restlos ent-
fernbar ist.

Im weiteren ist es aus der EP-A-0 464 323 bekannt,
den erwahnten Dekor an einem Kochfeld in Form von
Linien, Punkten oder dergleichen dadurch zu realisie-
ren, dass in erwiinschten Bereichen einer solchen Mar-
kierung eine von der Ubrigen Oberflachenstruktur
unterschiedliche Materialstruktur realisiert wird, dies
durch eine Lasertechnik.

Der Einsatz einer Lasertechnik zum Abtragen von
Material von der Oberflaiche eines Gegenstandes aus
sprédem Material, insbesondere aus Glas, ist im weite-
ren auch aus der EP-A-0 079 473 bekannt. Einen sol-
chen Abtrag generell mit Hilfe eines Sandstrahl-
geblases vorzunehmen, ist ebenfalls in letzterwahnter
Schrift erwahnt, wobei dort auf den vermeintlichen
Nachteil hingewiesen wird, dass bei Einsatz von Sand-
strahlverfahren, im Randbereich sandgestrahlter Ober-
flachenbereiche, Unschéarfen entstehen.

Der Einsatz von Lasern zur Oberflachenstrukturie-
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rung der genannten Platten weist ebenfalls noch ver-
schiedene Nachteile auf. Insbesondere bei nachmals
thermisch hoch belasteten Platten kénnen sich laser-
wirkungsbedingte Spannungen in der Platte negativ
auswirken. Insbesondere bleibt die Grosse laserabzu-
tragender Oberflachenbereiche begrenzt auf das
Anbringen von Buchstaben-, Linien-, etc.-Mustern, weil
der Aufwand flr einen grésserflachigen Abtrag mit
Lasertechnik unverhéaltnismassig gross wirde.

Die vorliegende Erfindung setzt sich zum Ziel, die
obgenannten Probleme zu beheben und dabei insbe-
sondere zu ermdéglichen, mit relativ geringem Aufwand,
fur das Rezyklieren von Platten der erwahnten Art,
grossflachig, d.h. entlang der gesamten Plattenoberfla-
chen, die erwéhnte Abtragung vornehmen zu kénnen.

Zu diesem Zweck zeichnet sich das Verfahren ein-
gangs genannter Art nach dem Wortlaut des kennzeich-
nenden Teils von Anspruch 1 aus.

Es hat sich gezeigt, dass der Ruckgriff auf eine Teil-
chenstrahltechnik, wie auf die Sandstrahltechnik oder
Satiniertechnik, letztere eine Sandstrahltechnik mit fein-
stem Korundsand, oder eine Aetztechnik, ahnlich der
Printherstellung photochemisch oder durch Sputtern
unter Vakuum, insbesondere aber durch die erwahnten
Teilchenstrahltechniken, mit wenig Aufwand erméglicht,
die erwahnten Platten grossflachig zu behandeln,
bezlglich entstehender Spannungen relativ unkritisch
ist und gleichzeitig, aufgrund der Flexibilitat, die sich
bezlglich der Grésse der oberflachenbehandelten
Bereiche ergibt, erméglicht, auch kleinere Muster in
Form von Buchstaben, Linien, Punkten etc. aufzubrin-
gen. Dies, insbesondere bei der Teilchenstrahltechnik,
wohl mit weniger scharfen Randkonturen als mit einer
Lasertechnik, was aber, wie sich gezeigt hat, gerade ein
asthetisch (beraus attraktives Bemustern erlaubt,
abweichend von den (blicherweise angestrebten,
scharfkonturigen Dekors.

Eine zu rezyklierende Platte kann, dem Verfahrens-
schritt a) entsprechend, nach dem erwahnten Verfahren
mindestens gendhert ganzflachig behandelt werden.
Genéhert deshalb, weil es ohne weiteres méglich ist,
dass gewisse Dekors, z.B. Firmenbezeichnungen etc.,
auch am rezyklierten Produkt unverandert beibehalten
werden sollen. In solchen Féllen kann bereits unter dem
Verfahrensschritt a) der Platten-Oberflachenbereich mit
dem beizubehaltenden Dekor von der Bearbeitung aus-
genommen werden.

Bevorzugterweise wird dieser Schritt a) durch im
wesentlichen gleichzeitiges, ganzflachiges Teilchenbe-
strahlen oder Abéatzen realisiert, im wesentlichen
unmaskiert, geméass Anspruch 2.

Nach dem im wesentlichen ganzflachigen Abtrag
nach Schritt a), wird die Oberflaiche geschliffen
und/oder poliert und/oder gelappt, gemass Schritt b),
und darnach, wiederum dem obgenannten erfindungs-
gemassen Verfahren, in Schritt ¢), unterzogen. Hier,
dem eigentlichen Dekorschritt, wird mit einer Maskie-
rungstechnik gearbeitet und/oder mit einem gesteuert
ausrichtbaren Teilchenstrahl.
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Bevorzugterweise werden weiter, nach dem Wort-
laut von Anspruch 3, Schritt a) und Schritt ¢) an dersel-
ben Behandlungsstation, insbesondere Teilchen-
strahlstation, vorgenommen, sei dies an einer Behand-
lungsstation, bei der grossflachig mit Maskierungstech-
nik gearbeitet wird, oder die, fir den grossflachigen
Abtrag nach Schritt a), fur grossflachige, im wesentli-
chen gleichzeitige Teilchenbestrahlung ausgeristet ist
und, zur Ausfiihrung des Schrittes b), zudem mit steuer-
barer Strahlduse.

Verwendung einer einzigen Behandlungsstation,
insbesondere Teilchenstrahlstation, fur die Schritte a),
c) hat den Vorteil, dass dieselben Abdichtungsvorkeh-
rungen sowie Teilchenrlckfihrungen, Filterungsaggre-
gate etc. zur Durchfiihrung beider Schritte ausgenutzt
werden kénnen.

Eine erfindungsgemasse Oberflachen-Behand-
lungsanlage zeichnet sich weiter nach dem kennzeich-
nenden Teil von Anspruch 4 aus.

Die Erfindung wird anschliessend beispielsweise
anhand von Figuren erlautert.

Es zeigen:

Fig. 1 schematisch, eine Ausfihrungsform einer
erfindungsgeméassen  Behandlungsstation
zur Ausfihrung des erfindungsgeméassen
Verfahrens in einer ersten Arbeitsstellung;
Fig. 2 die Anlage geméss Fig. 1, schematisch in
einer zweiten Arbeitsposition;

Fig. 3 schematisch, eine weitere Ausflihrungsvari-
ante einer Strahldlsenanordnung an einer
Ausfiihrungsform einer erfindungsgemaéssen
Anlage zur Ausfihrung des erfindungsge-
massen Verfahrens;

Fig. 4 schematisch, ein durch das erfindungsge-
masse Verfahren erreichtes Rauhigkeitspro-
fil_ an einem begrenzten Platten-Ober-
flachenbereich;

Fig. 5 ein Funktionsblock-Signalflussdiagramm
einer erfindungsgeméassen Durchlaufanlage
mit zum Rezyklieren von Platten.

In den Fig. 1 und 2 ist, rein schematisch, als heute
bevorzugte Behandlungskammer eine Sandstrahl- bzw.
Satinierkammer dargestellt, welche sowohl flr den
ganzflachigen Oberflachenabtrag wie auch flr einen
Dekorabtrag eingesetzt wird und wie sie beispielsweise
an einer erfindungsgemassen Durchlauf-Bearbeitungs-
anlage vorgesehen ist.

Auf einer Férdereinrichtung 1, beispielsweise
einem Endlos-Férderband, wird, geméass Fig. 1, im
Rahmen eines Rezyklierverfahrens, eine zu rezyklie-
rende Platte, beispielsweise eine Kochherd-Glaskera-
mikplatte 3,, in eine Sandstrahlkabine 5 eingebracht.
Die Sandstrahlkabine ist, wie schematisch dargestellt,
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gegen die Umgebung in bekannter Weise abgeschottet,
mit Abschottwanden 7 bzw. 9. Die Abschottwand 9 ist
beispielsweise senkrecht zur Figurenebene verschieb-
lich, wahrend die Abschottwand 7 nur in ihrem unteren
Bereich einen ventilartig schwenkbaren Teil 11 zum
Durchlassen der Platte 3, aufweist. In der Kammer 5 ist
eine Dusenplatte 13 absenkbar und riickholbar, wie mit
dem Pfeil s dargestellt, welche eine Mehrzahl flachig
verteilt vorgesehener Sandstrahldiisen 15 umfasst.

Der Antrieb fiir das lineare Absenken bzw. Rickho-
len der Platte 13 ist nicht dargestellt, ebensowenig wie
Zufahrleitungen fur Sand und Luft, bzw. gegebenenfalls
Wasser und Sand, von entsprechenden Behéltnissen
und Druckquellen in bekannter Art und Weise zu den
Dasen 15.

Bei der bevorzugten Ausflihrungsvariante mit luft-
getriebener Sandstrahlung bzw. Satinierung sind, vor-
zugsweise an der Platte 13, nicht dargestellte
Saugbohrungen flachig verteilt vorgesehen, tber wel-
che aus der Kabine 5 Uberschussiger Sand und Staub
rickgesaugt, filtriert und mit gegebenenfalls auch rick-
gewonnenen Strahltriebmitteln, z.B. Luft, wiederum den
Sandstrahldlsen 15 zugefihrt wird.

Die zu rezyklierende Platte 3, wird bei dieser Aus-
fahrung vollstandig in die Kabine 5 eingefahren, dann
die Dusenplatte 13 abgesenkt und im wesentlichen
gleichzeitig die gesamte Oberflache der Platte 3, sand-
gestrahlt bzw. satiniert. Dabei kann zusatzlich eine pen-
delnde Relativbewegung zwischen Platte 3, und
Dusenplatte 13 vorgesehen werden, sei dies durch pen-
delndes Bewegen der Platte 13 oder durch pendelndes
Vor- und Ruckbewegen der Transporteinrichtung 1 wah-
rend der Behandlung einer Platte.

In der bisher beschriebenen Ausfuhrungsform wird
mithin die gesamte Oberflache der betrachteten, zu
rezyklierenden Platte 3, bearbeitet. Soll auch wahrend
einer solchen ganzflachigen Bearbeitung im Rahmen
eines Rezyklierprozesses ein Bereich der Platte 3, nicht
abgearbeitet werden, so wird dieser bereits hier mit
einer Maske abgedeckt, beispielsweise mit einem Stlick
Gummimatte, vorzugsweise mit plattenseitiger Haft-
schicht oder Magnethalterung.

Soll nun eine im Rahmen des Rezyklierprozesses
bereits abgestrahlte Platte, die nachmals nachbearbei-
tet wurde, wie poliert, geschliffen oder geléppt wurde,
oder eine neue Platte 3, mit einem Dekor versehen
werden, wie beispielsweise eine Glaskeramikplatte fir
Kochherde mit dem Kochfelddekor, so wird gemass Fig.
2 an der Kammer 5, bei riickgeholter Diisenplatte 13,
eine Maskenapplikationsanordnung 17 aktiviert. Sie
umfasst beispielsweise drei Applikations- und Ruckhol-
rollen 19,.., welche in einer Ebene senkrecht zu ihren
Achsen in einem Dreieck drehgelagert sind, wobei das
Dreieck selbst in einem Lager 21 gesteuert schwenkbar
bzw. drehbar ist. Die an den Dreieckabstiitzungen 23
gelagerten Rollen sind Gber das Lager 21 an einem
schematisch dargestellien Lineartrieb 25 angeordnet,
mit dessen Hilfe die Anordnung 17 entlang einer in der
Kammer 5 eingefiihrten Plaite 3, , geflihrt werden kann.
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An jeder der Rollen 19,_; ist eine Maske 27,_. vor-
gesehen, beispielsweise entsprechend drei unter-
schiedlichen Dekors, die an in Bearbeitung stehenden
Platten unterschiedlich angebracht werden sollen. Wie
an der Rolle 27, von Fig. 2 schematisch eingetragen,
sind die Zylindermantelflachen der Rollen 27 perforiert.
Die Perforationen miinden in einen zentralen Hohlraum
31 ein, welcher, Gber die Drehlager 33 der Rollen 27, an
Saugleitungen 34 angeschlossen ist. Diese werden, je
rollenspezifisch, Ober Ventile 35 angesteuert. Alle
Saugleitungen 34 der Rollen 27 sind an eine nicht dar-
gestellte Saugpumpe angeschlossen.

Durch Ansteuerung der rollenspezifischen Ventile
35 werden die rollenspezifischen Masken 27,_. vorerst
an die jeweiligen Rollenmantelflachen angesaugt. Mit-
tels des Drehantriebes der Gesamtanordnung 17, um
Lager 21, wird vorerst gewahlt, welche der Masken 27
appliziert werden soll, indem eine der Rollen in die in
Fig. 2 far Rolle 19, eingetragene Position geschwenkt
wird. Darnach wird die Gesamtanordnung 17 Uber die
Platte 3, , abgerollt, wobei gleichzeitig die Evakuierung
dieser Rolle durch Oeffnen des Ventils 35 beendet wird.

Bevorzugterweise weisen die Maskierungsmatten
27 bezlglich der Rollen aussenliegende Haftschichten
auf, so dass beim Vortrieb der Anordnung in Richtung
des Pfeiles s, von Fig. 2 die gewéhlte Maskierungs-
matte an der Platte 3, , abgelegt wird.

Daraufhin wird die Anordnung 17 rickgezogen, die
Dusenplatte 13 gemass Fig. 1 abgesenkt und die nun
maskierte Platte in Analogie zu den Erlauterungen zu
Fig. 1 gestrahlt.

Ist dieser Bearbeitungsvorgang beendet, so wird,
durch Vorschieben der Anordnung 17 und Abrollen der
vorgéngig frei gewordenen Rolle 19,, unter gleichzeiti-
ger Aktivierung ihrer Sauganschliisse Uber Ventil 35,
die Matte 27, von der nun fertig bearbeiteten Platte 3, ,
abgehoben. Hierzu rollt die Rolle 19, in Richtung so,
oder in Gegenrichtung, Uber die Platte und wird dann
durch Ansteuerung des Drehtriebes um Lager 21 leicht
abgehoben.

Anstatt die jeweilige Platte, sei dies geméass Fig. 1
oder gemass Fig. 2, stationar oder unter Pendelbewe-
gung bezlglich der Ventilplatte 13 zu behandeln, ist es
ohne weiteres méglich, die Behandlung im kontinuierli-
chen Durchlaufbetrieb vorzunehmen, wobei dann sepa-
rate Applikationsorgane fir die Maske an eine zu
bearbeitende Platte bzw. Riickholorgane zum Ablésen
der Maske von der behandelten Platte vorzusehen sind.
Ein Vorteil bei einer kontinuierlichen Durchlaufbestrah-
lung liegt darin, dass weniger Sandstrahldlisen 15 an
der Platte 13 vorgesehen werden mussen, beispiels-
weise nur eine Disenreihe quer zur Férderrichtung der
Platte auf der Transporteinrichtung 1. Wahrend des
Abtrags kénnen die Platten bei einer anderen Anlagen-
ausflhrung auch rotieren und so, wie beim Pendelan-
trieb, an Strahldisen z.B. wiederholt vorbeigeflhrt
werden.

Anstatt die beschriecbenen Festkérper-Maskie-
rungsmatten einzusetzen, ist es auch méglich, die Mas-

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kierung auf die Platten 3,, mittels viskosen Materials
aufzubringen, wie eines Silikongels, direkt mit einer
Rolle, &hnlich einer Druckwalze, oder mit einer vorgan-
gig erfolgenden Maskierungstechnik, und nach erfolgter
Sandstrahlung die Maskierungspaste abzuwaschen.
Weiter kann die Maskenmattenpositionierung auch so
realisiert werden, dass die Matte mindestens
abschnittsweise magnetisch ausgebildet wird oder
magnetisierbar und dann mittels anlageseitiger, steuer-
barer Elektromagnete oder mittels Permanentmagnete
gehalten wird, mittels durch die Platte durchgreifenden
Magnetfeldes.

In Fig. 3 ist schematisch eine kardanisch aufge-
hangte Strahldise 40 dargestellt, welche Uber eine
Steuereinheit 42, vorzugsweise eine CNC-Steuerung,
Uber Antriebe 44 in ihrer Winkelposition gesteuert ein-
gestellt werden kann. Wird eine solche Sandstrahldiise
zur Bearbeitung der Platte 3,, ohne oder, wie gestri-
chelt dargestellt, mit Maskierung eingesetzt, so ergibt
dies die Moglichkeit, mit wesentlich weniger Sandstrahl-
medium ein gegebenes Dekor aufzubringen. Mit einer
solchen winkelgesteuerten oder auch linear koordina-
tengesteuerten Dise werden die geforderten Dekor-
konturen gesteuert abgefahren. Allerdings wird die
Bearbeitungszeit auf diese Art dann wesentlich langer
als bei der anhand der Fig. 1 und 2 dargestellten Tech-
nik, wenn, im Rezykiierbetrieb, die Platte ganzflachig
abgearbeitet werden muss. Insbesondere bei dieser
Technik ist es méglich, anstelle der erwdhnten
Luft/Sandstrahltechnik eine Wasserstrahltechnik, wie
sie zum Materialschneiden bekannt ist, mit reduzierter
Energie einzusetzen. Anstelle eines luft- oder wasser-
getriebenen Strahls kann auch ein Teilchenstrahl durch
eine bekannte Schleudertechnik erzeugt werden, so
z.B. durch Zentrifugalschleudern.

In Fig. 4 ist schematisch das Erosionsprofil beim
Dekorsandstrahlen, sei dies mit einer gesteuerten Ein-
zelstrahltechnik nach Fig. 3 oder einer maskierten
Gesamtflachen-Strahltechnik nach den Fig. 1 und 2,
dargestellt. Demnach wird entsprechend der Energie-
verteilung der Sandkérnchen, Ublicherweise Quarz-
sandkérnchen, bzw., beim Satinieren, der feinsten
Korundkérnchen, Uber der Strahlquerschnittsflache, im
Zentrumsbereich einer beaufschlagten Flache F inten-
siver erodiert als im Randbereich, so dass eine leicht
unscharf nach aussen auslaufende Kontur erreicht wird.
Gerade dieses ungewohnte, &asthetisch vorteilhafte,
randstandige Auslaufen der Dekorkonturen soll erfin-
dungsgemass mitausgenutzt werden.

In Fig. 5 ist in Form eines Signalflussdiagrammes
bzw. Funktionsblockoiagrammes der Aufbau einer erfin-
dungsgemassen Oberflachen-Bearbeitungsanlage dar-
gestellt.

Neu zu bearbeitende Platten 3, werden direkt einer
Dekor-Sandstrahlstufe 50 zugeflihrt, realisiert, bei-
spielsweise gemass Fig. 2 oder Fig. 3. Zu rezyklierende
Platten 3, werden einer Ganzflachen-Sandstrahlstufe
52 zugefihrt, realisiert beispielsweise gemaéss Fig. 1, 2,
dann, diesbeziglich ausgangsseitig, einer Nachbear-
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beitungsstufe, worin die Oberflache gelappt, poliert
oder geschliffen wird. Dann wird die nun aufbereitete
Platte 3,,, &quivalent einer neuen Platte, der Dekorstufe
50 zugespiesen. Baulich werden vorzugsweise die Stu-
fen zur ganzflachigen Strahlung und zur Dekorstrahlung
52 bzw. 50 in einer Sandstrahlkammer 55 vereint,
indem beispielsweise gemass den Fig. 1 und 2 vorge-
gangen wird oder das Vorgehen nach Fig. 1 mit dem
Vorgehen von Fig. 3, letzteres fiir die Dekorbildung, in
einer Kammer kombiniert wird.

Patentanspriiche

1.

Verfahren zum Rezyklieren von oberflachendeko-
rierten Platten aus Glas oder glasahnlichem Mate-
rial, insbesondere von Platten, wie sie fir
Kochgerate eingesetzt werden, z.B. fiir Kochplat-
tenflachen, Backofentlren, Fronten, gekennzeich-
net durch folgende Schritte:

a) Die Plattenoberflache wird zum Abtragen
von Oberflaichenbereichen selektiv wahlbarer
Grosse, bis hin zum ganzflachigen Abtrag, teil-
chenbestrahlt oder geatzt.

b) Die Oberflache wird daraufhin gelappt,
poliert oder geschliffen.

¢) Die Oberflache wird daraufhin zum Abtragen
von Oberflaichenbereichen selektiv wahlbarer
Grosse, bis hin zum ganzflachigen Abtrag, teil-
chenbestrahlt oder geatzt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass im Schritt a) die Teilchenbestrahlung oder
das Aetzen mindestens im wesentlichen gleichzei-
tig ganzflachig erfolgt, wobei die nicht zu behan-
delnden Oberflachenbereiche im wesentlichen
unmaskiert bleiben.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schritte a) und ¢) in der-
selben Behandlungsstation vorgenommen werden,
bei Sandstrahlen oder Satinieren in derselben
Strahlstation.

Oberflachen-Behandlungsanlage fir Platten aus
Glas oder glasadhnlichem Material, insbesondere
Platten, wie sie flir Kochgerate eingesetzt werden,
welche eine Teilchenbestrahlungkammer oder
Aetzstation und eine Férderanordnung far Platten
durch die Teilchenstrahlkammer bzw. Aetzstation
umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass dem
Ausgang der Teilchenstrahlkammer oder Aetzsta-
tion eine Nachbehandlungsstation in Form einer
Polier-, Schleif- oder Lappstation nachgeschaltet
ist, deren Ausgang auf den Eingang der Teilchen-
strahlkammer oder Aetzstation rlickgefihrt ist.
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Claims

Method for recycling surface decorated plates of
glass or other glass-like material, particularly plates
as used for cooking utensils, for example hot plate
surfaces, oven doors, front panels, characterized by
the following steps:

a) for the ablation of surface areas of selec-
tively variable size, up to complete ablation, the
plate surface is irradiated with particles or
etched.

b) then, the surface is lapped, polished or cut.
c) next, for the ablation of surface areas of
selectively variable size, up to complete abla-
tion, the surface is irradiated with particles or
etched.

Method according to claim 1, characterized in that
in step a) the irradiation with particles or the etching
is carried out substantially at the same time on the
entire surface, with the surface areas that are not to
be treated remaining substantially unmasked.

Method according to claim 1 or 2, characterized in
that steps a) and ¢) are carried out at the same
processing station, in case of sand-blasting or glaz-
ing at the same blasting station.

Surface treatment facility for surface decorated
plates of glass or other glass-like material, particu-
larly plates as used for cooking utensils, including a
particle irradiation chamber or an etching station
and a device for carrying the plates through the par-
ticle irradiation chamber or the etching station,
characterized by the fact that the outlet of the parti-
cle irradiation chamber or the etching station is fol-
lowed by a station for secondary treatment, such as
a polishing, cutting or lapping station, the outlet of
which is returned to the entry of the particle irradia-
tion chamber or the etching station.

Revendications

Procédé de recyclage de plaques décorées en sur-
face, en verre ou en matériau vitreux, en particulier
de plaques comme celles utilisées pour des appa-
reils de cuisson, par exemple des surfaces de pla-
ques de cuisson, des portes de four, des facades,
caractérisé par les étapes suivantes:

a) la surface de la plaque est irradiée avec des
particules ou attaquée pour dénuder des zones
de surface dont la taille peut étre choisie de
fagon sélective pouvant aller jusqu'a la dénuda-
tion compléte.

b) ensuite, la surface est rodée, polie ou pon-
cée.

c) la surface est ensuite irradiée avec des par-
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ticules ou attaquée pour dénuder des zones de
surface dont la taille peut étre choisie de fagon
sélective pouvant aller jusqu'a la dénudation
compléte.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu'a l'étape a) lirradiation par des particules ou
l'attaque est effectuée sensiblement en méme
temps sur toute la surface, les zones de surfaces
ne devant pas étre traitées restant essentiellement
non masquées.

Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les étapes a) et c) sont effectuées a la
méme station de traitement, dans le cas du sablage
ou du satinage a la méme station d'irradiation.

Installation de traitement de surface pour plaques
en verre ou en matériau vitreux, en particulier des
plaques comme celles utilisées pour des appareils
de cuisson, comprenant une chambre d'irradiation
par des particules ou une station d'attaque et un
agencement pour transporter les plaques a travers
la chambre d'irradiation par des particules ou la sta-
tion d'attaque, caractérisée en ce que la sortie de la
chambre d'irradiation par des particules ou de la
station d'attaque est suivie d'une station de post-
traitement sous forme d'une station de polissage,
de pongage ou de rodage, dont la sortie est rame-
née vers l'entrée de la chambre d'irradiation par
des particules ou de la station d'attaque.
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